
Bienvenue chez O-Leading
O-Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique dans la chaîne d'approvisionnement EMS, y
compris la conception de PCB, la fabrication de PCB et l'assemblage de PCB (PCBA) .Nous fournissons
certaines des technologies de PCB les plus avancées, y compris les PCB HDI, les PCB multicouches, les PCB
rigides et flexibles Nous pouvons prendre en charge du prototype à virage rapide à la production moyenne
et en masse.

En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: réponse rapide, prix compétitif
et engagement de qualité. , Cartes de circuits imprimés personnalisés Chine

En regardant vers l'avenir, O-leader se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie
de fabrication électronique comme toujours, et déploiera des efforts persistants sur le service unique PCB
& PCBA pour fournir des services de première classe et créer plus de valeur pour nos clients.

Détails rapides

Lieu d'origine Guang dong, Chine
(continentale)

Marque O-leader

Matériel de base FR-4, aluminium Épaisseur de
cuivre

0,5 oz-5 oz

Min. Taille du
trou

0,2 mm Min. Largeur de
ligne

0,2 mm

Finition de
surface

immersion or, OSP, sans plomb
HASL

Épaisseur du
panneau

0,1 à 5 mm

applicable à led, téléphone portable,
climatiseurs, machines à laver

personnage  PCB de contrôle industriel

certificats ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10PCS-100PCS

poids 0,01 kg -5 kg MOQ 10 pièces
Numéro de

modèle 
fabricant de pcba de banque de

puissance Min. Interligne 0,2 mm 

Couleur bleu, rouge, vert, noir.jaune prix 0,1 $ à 10 $ 
type de desigh exigence du client  Taille 0,01 m3 à 10 m3 

16 ans de fabrication professionnelle de circuits imprimés OEM

article
2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
Le
volume ÉchantillonLe

volume ÉchantillonLe volumeÉchantillon

Nombre de couches 32 42 38 44 42 48
Ligne min / espace (μm) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
Trou de forage minimum
diamètre (mm) 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10

Ratio d'aspect 
de PTH 14: 1 16: 1 16: 1 18: 1 18: 1 20: 1

N + C + N 4 + C + 45 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
Interconnexion de n'importe quelle
couche 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6

Remplissage de plaque via OUI - OUI - OUI -
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Min. épaisseur du noyau (à
l'exclusion du cuivre) (μm) 50 40 40 30 40 30

Min. Diamètre de perçage laser
(μm) 75 65 65 50 50 40

Via sur enterré 
trou / empilé via OUI - OUI - OUI -

Matériel FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.
PCB de condensateur intégré
 OUI - OUI - OUI -

Processus de surface
HASL sans plomb, ENIG, OSP, Argent d'immersion, Étain d'immersion,
 Or flash, plaqué or, plaqué or dur sélectif, 
Masque de soudure pelable, encre carbone



Fabricant de circuits imprimés de petit volume

Notre équipe
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Certifications







Emballage et livraison



 Capacité du processus
Capacités de production de PCB
Nombre de couches: 1 couche-32 couches
Épaisseur de cuivre fini: 1 / 3oz-12oz
Largeur / espacement des lignes min. Interne: 3.0mil / 3.0mil
Largeur / espacement des lignes min externes: 4.0mil / 4.0mil
Rapport d'aspect max: 10: 1
Épaisseur du panneau: 0,2 mm à 5,0 mm
Taille maximale du panneau (pouces): 635 * 1500 mm
Taille minimale du trou percé: 4mil
Tolérance de trou PIated: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (types AII): OUI
Via remplissage (conducteur, non conducteur): OUI
Matériau de base: FR-4, FR-4High Tg.Halogen free material, Rogers, Aluminium base,Polyimide,
              Cuivre lourd
Finitions de surface: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,Étain d'immersion, doigts d'or, encre de
carbone



Capacités de production SMT
Matériau PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, carte à base d'aluminium
Taille maximale du PCB: 510x460mm
Taille minimale du PCB: 50x50mm
Épaisseur du PCB: 0,5 mm à 4,5 mm
Épaisseur du panneau: 0,5-4 mm
Taille minimale des composants: 0201
Composant de taille de puce standard: 0603 et plus
Hauteur maximale des composants: 15 mm
Pas de plomb mini: 0,3 mm
Pas de balle BGA minimum: 0,4 mm
Précision de placement: +/- 0,03 mm


